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摘  要 
(技術規格、創新性) 

本發明係關於一種抗氧化導電銅膠及其製備方法，其組成包

含作為導電粒子材料之奈米銅粒子或奈米銅合金粒子、作為

無毒溶劑之可溶奈米銅粒子溶劑以及黏稠劑再加上分散劑。

本技術所開發之抗氧化導電銅膠具有高穩定性、低成本及高

附著性之特性。 

優勢與應用範圍 
(技術競爭力、潛力分析

及應用範圍) 

目前矽晶太陽電池採用網版印刷銀漿作為量產製程方式，其

主要優勢為製程簡單且快速。然而太陽能電池的成本結構中

銀膠就佔了有10%，銅漿的成本約為銀漿的20~30%。太陽光

電國際技術發展藍圖(ITRPV)亦預測銅金屬電極將逐年取代

目前主流的銀金屬電極。因此，保留製程簡單且快速優勢之

網版印刷製程，而將銀漿改成銅漿，將會是未來產業界渴望

達成之目標。 

另外，銅膠亦可應用於印刷電路板貫孔(PCB via hole)，不但

能縮短電路板尺寸，亦無銀膠所產生的銀遷移問題，進而降

低 PCB 電子廠商之生產成本。 

本研發成果是否得部分申請運用 □是  否 
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